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INTRODUCAO

O presente estagio foi desenvolvido na empresa SMS Group Metalurgia do
Brasil, uma empresa multinacional sediada na Alemanha que conta com outras
instalagdes principais nos Estados Unidos, Russia, India e Brasil. O foco da SMS ¢
oferecer plantas, servigos e solugdes técnicas para a industria metalturgica. Dentre as
principais atividades, destaca-se o desenvolvimento de tecnologias para alto-forno,

aciaria elétrica, conversores e etc (SMS GROUP, 2023).

Além disso, a SMS também desenvolve solugdes para o reparo de pecas da
industria metalirgica que devem ser reparadas por tempo de corrida. Neste setor, sdo
reparadas pecas, por exemplo das linhas de galvanizagao e do lingotamento continuo,
que recebem revestimento com o intuito de aumentar a resisténcia do material aos
desgastes comuns nos processos de lingotamento, tendo em vista os ambientes a que
eles estdo expostos (SMS GROUP, 2023). O setor de atuacao no estagio foi o setor de
eletrodeposi¢do, responsavel pelo reparo de placas dos moldes de lingotamento
continuo. Ademais, o laboratério onde as atividades de estdgio foram desenvolvidas
destaca-se por ser um local de pequeno porte e encontra-se sob supervisdo da Verenice
Andrade Costa, analista plena da empresa, a qual conta com formagao em licenciatura
em quimica (UFMG). Além disso, a supervisora também ¢ graduanda em engenharia
metalirgica (UFMQG) e mestranda em engenharia de materiais (UFOP). Outrossim,
ressalta-se que a rotina e frequéncia das analises variam em fun¢do da demanda da
empresa, ou seja, quanto maior a quantidade de placas a serem reparadas, maior serd o
numero de analises. Estas demandas eram repassadas pelo supervisor do setor de
eletrodeposicdo ¢ HVOF, Mayan Rocha Costa, que ¢ graduando em engenharia
mecanica (UNA). Torna-se importante mencionar ainda que o presente laboratorio, por
ser de pequeno porte e estar destinado as analises internas da empresa, contava apenas
com a atuacdo da Verenice, que sempre estava acompanhada de minha pessoa,
estagiaria responsavel por auxilia-la durante as analises e demais questdes burocraticas
da empresa. Assim, apds receber as coordenadas, por parte do supervisor de
eletrodeposi¢do, era realizado o planejamento das analises, de modo que a supervisora
do laboratério ficava responsavel por repassar a estagiaria as tarefas a serem

desenvolvidas naquele dia.



A SMS Group ¢ uma empresa Alemd com mais de 150 anos de historia
atuando no mundo dos metais. Antigamente a empresa era denominada de Siemag,
entretanto, com o objetivo de expandir seu mercado, foi realizada uma espécie de
fusdo com a empresa Schloemann, uma tradicional fabricante de equipamento
siderargico, dando origem Schloemann-Siemag, tendo como abreviacao o termo SMS.
Este foi um grande marco para a empresa pois com esta fusdo ela foi crescendo e se
tornando famosa. Em 1999 a SMS realizou o seu negocio mais importante, que foi a
compra da divisdo de metalurgia da Mannesmann Demag, uma empresa muito forte
nas areas de aciaria, laminac¢do de tubos e forjaria, enquanto a SMS destacava-se no
ramo da laminagdo e lingotamento. Esta estratégia também foi de grande valia pois na
época a empresa ainda ndo tinha operagdo no Brasil, apenas um escritorio, enquanto a
Mannesmann Demag possuia desde a década de 70, uma fabrica muito grande na

regido de Vespasiano, Minas Gerais (SMS GROUP, 2023).

Figura 2 - Fachada da empresa SMS SIEMAG em Vespasiano, Brasil.

Fonte: Autoria propria (2023)

O lingotamento continuo refere-se ao processo onde o metal fundido, ao entrar
em contato com as placas de lingotamento, também denominadas de molde, ¢
solidificado, dando origem a um produto semi-acabado no formato de tarugo, placa,
beam blank e outros (SILVA, SHIBATA, 2013). A figura abaixo ilustra o esquema de

uma maquina de lingotamento continuo.



Figura 1 - Representagdo esquematica da maquina de lingotamento continuo.
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Fonte: MARTINS, 2019

Nessa perspectiva, ao entrar em contato com o metal fundido, as placas de
lingotamento continuo podem sofrer desgastes em sua estrutura. A SMS entao ¢
responsdvel por promover o reparo de tais pecas por meio da aplicacdo de

revestimentos, aumentando assim a resisténcia de tais materiais.

Assim, sabendo destas caracteristicas, torna-se importante estudar este
processo de revestimento, que se da pela eletrodeposicdao, com o intuito de pensar em
estratégias e metodologias que ocasionam em uma maior durabilidade das placas e
consequentemente, na maior eficiéncia destas. A parte técnica do estagio consistiu na
execucdo e acompanhamento de algumas etapas que compdem o procedimento de
eletrodeposi¢do e inspecao da placa, com o objetivo de atender aos seus requisitos de
qualidade. Na primeira etapa deste processo, sdo realizadas analises dos banhos de
niquel e cobre e das decapagens para verificar se os parametros destes banhos estao
dentro das faixas recomendadas para a realizacdo do processo. Uma vez que as
analises dos banhos foram realizadas e os ajustes nos parametros, € nos possiveis
problemas foram feitos, pode-se iniciar a etapa de preparacao da placa para a inser¢ao
nos banhos. Esta etapa foi somente acompanhada para entendimento de sua realizagao,
uma vez que ela ¢ realizada pelos operadores na area de processo. Sendo assim,
primeiramente realiza-se o isolamento da placa para que apenas a area de interesse

esteja exposta a deposi¢do, como evidenciado na imagem 1.



Imagem 1 - Isolamento e preparo da placa estreita de cobre.

Fonte: Empresa SMS GROUP (2023)

A lavagem e enxague da placa, como preparo do processo de decapagem, é
feita por imersdo da mesma em solu¢do 4cida. Posteriormente, realiza-se outro
enxague e a placa ¢ imersa na solucdo de niquel ou cobre, por um periodo pré
estabelecido e determinado pelas instru¢des de trabalho da empresa, para que ocorra o

processo de eletrodeposigao.

Depois que a placa permaneceu tempo suficiente no banho, parte-se para a
ultima etapa do processo, que consiste em inspegdes de qualidade. Sao elas: teste de
dureza, verificagcdo da espessura atingida, teste de condutividade e teste de chama. O
teste de chama ¢ usado para verificar a qualidade do revestimento, uma vez que este
revela possiveis desplacamentos do revestimento depositado. A imagem abaixo ilustra

uma placa com o processo de revestimento de niquel finalizado.

Imagem 2 - Placa de cobre com revestimento de niquel.




Fonte: Empresa SMS GROUP (2023)

Para além do processo de revestimento das placas, também foi possivel
entender sobre o processo de descarte do efluente gerado no processo de
eletrodeposi¢do. Ademais, houve oportunidade de acompanhar o tratamento destes
efluentes em uma estacdo de tratamento de efluentes (ETE) da empresa. A presente
estacdo trata os residuos gerados por precipitagdo dos metais presentes no efluente a
partir da redug¢do destes metais, com posterior elevacdo do pH para a precipitacao
destes na forma de hidroxidos. Os hidroxidos metalicos formados sofrem decantagdo e
sdo assim separados da parte liquida sobrenadante. Assim finaliza-se o ciclo geral do

processo na empresa, desde a chegada da placa até o descarte do efluente tratado.
REVISAO BIBLIOGRAFICA

A primeira apari¢cao do termo lingotamento continuo surgiu em 1840, com o
objetivo de se lingotar tubos de chumbos, com o intuito de molda-los (SILVA,
SHIBATA, 2013). Esta pratica refere-se ao processo onde o metal liquido torna-se
solidificado, no formato de placas, beam blank, blocos e outros, transformando-se em
um processo semi-acabado (SILVA, SHIBATA, 2013). O revestimento destes materiais
torna-se necessario, uma vez que sdo capazes de diminuir o desgaste e aumentar a
resisténcia destes produtos durante o processo de lingotamento, melhorando assim, a
sua qualidade. A utilizacdo de metais como cromo e niquel ¢ amplamente aplicada
para proteger e revestir a superficie das placas de cobre (SENA, SILVA,
BUTTGEREIT, 2014). A auséncia destes revestimentos pode ocasionar no
aparecimento de trincas estrelas, ou seja, aquelas que ocorrem pelo arraste e aderéncia
do cobre em placas de ago, gerando marcas e break outs no material, devido ao
rompimento da camada solidificada. Sendo assim, tais atributos, além de melhorarem
a performance do processo, também promovem o aumento da qualidade do produto

obtido (SENA, SILVA, BUTTGEREIT, 2014).

A técnica utilizada para revestir tais placas ¢ a eletrodeposi¢do, um processo
eletroquimico de eletrolise onde hd a formacdo de uma fina camada solida sob a
superficie das placas condutoras, ou até mesmo semi condutoras (SILVA, 2021). Neste
processo, ha a aplicagdo de uma corrente elétrica aos eletrodos da célula eletrolitica,
for¢ando a transferéncia de elétrons e permitindo a ocorréncia de uma reagdo quimica

ndo espontanea, ou seja, aquela que ndo apresenta tendéncia de ocorrer
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espontaneamente (FERNANDES, 2015). Assim, podemos dizer que o processo de
eletrodeposi¢do, também denominado de galvanoplastia, tem por objetivo criar um
revestimento, por deposi¢cdo, sob a superficie de um material condutor por acdo de
uma determinada corrente elétrica. Para isso, conecta-se a superficie receptora em um
polo negativo, atuando como catodo, e o metal que sera depositado ¢ ligado ao polo
positivo, sendo portanto o dnodo da reacdo. Assim, ao se aplicar a corrente tem-se o
processo de reducdo do cation presente na solucdo e oxidagdo do metal

(FERNANDES, 2015).

Dentre os revestimentos existentes, o de niquel metalico destaca-se como uma
excelente op¢do (SENA, SILVA, BUTTGEREIT, 2014). Isso pode ser justificado pois
o niquel ¢ um metal de transicdo que enfatizado por sua maleabilidade e elevada
capacidade de aumentar a resisténcia mecanica e corrosao (SILVA,2021). Entretanto,
este material também esta sujeito ao surgimento de trincas térmicas na regidao do
menisco. Estas fadigas podem se espalhar para as placas de cobre sendo necessario
remové-las e consequentemente diminuir a vida Util do material. Um outro tipo
refere-se ao revestimento UNIGUARD™, patenteado pela SMS SIEMAG, sendo a sua
principal vantagem a redu¢ao do desgaste nas placas de cobre, se comparadas com o
revestimento convencional de niquel. Outro beneficio deste revestimento ¢ a
manuten¢do do formato do molde. Estes beneficios sdo caracterizados em funcio da
dureza, resisténcia térmica e auséncia de alteracdes de parametros durante o
lingotamento. A figura abaixo ilustra a comparagao dos resultados encontrados para o

revestimento UNIGUARD™ e de niquel convencional.

Figura 3 - Comparagéo das propriedades fisicas entre UniGuard™ e niquel

eletrodepositado.

UniGuard™ Niguel

Transferéncia de Calor kealim/he/C 11 | 55

Dureza HV 1150 - 1250 | 175 - 250

Rugosidade EMS 125 - 175 | 16 - 32
Tensdo interna N/mm* Menor que 10 | 10 - 80

Resisténcla ao Desgaste Taber Factor 4.6 6.4

Resisténcia ao Impacto - Moderado Bom

Fonte: SENA, SILVA, BUTTGEREIT, 2014

O revestimento de cobre também ¢ muito comum na SMS SIEMAG durante a
recuperacdo dos desgastes nas laterais das placas estreitas fazendo com que as

especificagdes de tais placas sejam alcangadas durante a restauracdo (SENA, SILVA,
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BUTTGEREIT, 2014). Isso permite que placas sucateadas pela largura sejam
reutilizadas no processo de lingotamento continuo, diminuindo assim os custos do
processo (SENA, SILVA, BUTTGEREIT, 2014). Esta ¢ uma alternativa para os casos
onde a deposi¢do de niquel ndo € aconselhdvel, uma vez que a solidificacdo de
camadas grosseiras de niquel na lateral de placas estreitas de cobre podem provocar
deformacdes, ou até mesmo infiltragdes de aco nestes materiais (SENA, SILVA,
BUTTGEREIT, 2014). Normalmente recomenda-se aplicar uma camada de até 0,5
mm de niquel nas laterais de tais placas, entretanto, devido ao desgaste excessivo, este
valor nem sempre serd atingido, sendo necessario aplicar, primeiramente, o
revestimento de cobre para ajustar as especificacdes das placas (SENA, SILVA,

BUTTGEREIT, 2014).

As analises comumente realizadas pela SMS para verificar se os banhos de
cobre e niquel encontram-se dentro dos parametros desejados sdo: determinagdo das
concentragdes dos componentes quimicos presentes nos banhos e decapagens,
determinagdo da tensdo superficial, afericio do pH e teste Hull Cell. Caso algum
destes parametros seja modificado, pode-se notar interferéncias significativas na
morfologia, composicdo e estrutura da liga a ser depositada, por esta razdo, ¢
necessario ressaltar que a composi¢do do banho eletrolitico ¢ fundamental para a
aplicagdo dos revestimentos supracitados (SENA, SILVA, BUTTGEREIT, 2014).
Nessa perspectiva, a analise do pH nos processos de eletrodeposicao ¢ de extrema
importancia, uma vez que influencia diretamente na oxidag¢ao e reducao dos metais
envolvidos, ja que estd diretamente relacionado com o potencial de descarga de
hidrogénio (SILVA, 2022). Assim, uma concentra¢do indevida de ions hidrogénio pode
prejudicar a taxa de deposi¢do e a eficiéncia da corrente catddica, como também a
estrutura e propriedades dos revestimentos, causando rachaduras e outros defeitos
(SILVA, 2022). Ja a tensdo superficial, por outro lado, estd relacionada com o
fenomeno da molhabilidade, de modo que uma elevada tensdo superficial pode
ocasionar na formacdo de gas hidrogénio, que tende a aderir na superficie da placa e
originar anomalias no revestimento, originando desplacamento e impactando
diretamente na qualidade da placa (IOST, CARLOS, 2010). A titulagdo, por sua vez,
refere-se a técnicas convencionais, onde uma solu¢do de concentracdo conhecida,
também denominada de titulante ¢ adicionada a solu¢do da substincia que estd sendo

estudada, com o objetivo de determinar da concentracdo de um determinado
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componente, por meio da utilizagdo de um acido e uma base, contendo um indicador
de pH, que ¢é capaz de definir a neutralizagdo da substancia e indicar o ponto de
viragem da mistura. Assim, a partir da utilizacdo desta técnica, ¢ possivel analisar a
concentracdo dos componentes das solu¢des de banho e decapagem (SILVA, SILVA,
BRAZ, 2017). A tultima metodologia utilizada refere-se ao teste Hull Cell, que permite
explorar possiveis defeitos na deposicdo de um eletrodeposito, usando uma faixa de
densidades de corrente ideal, predizendo, dessa maneira, as condi¢des ideais que
devem ser aplicadas no processo de eletrodeposicio (MADORE, LANDOLT, 1993).
Apds a andlise e adequacdo de todos estes pardmetros as estagdes de banho e as
solugdes de decapagem eram liberadas e estavam disponiveis para dar inicio ao

processo de eletrodeposi¢ao.

3. OBJETIVOS
3.1.  Objetivo Geral

Através deste relatorio pretende-se apresentar e explicar as atividades
exercidas durante o periodo de estagio no laboratério da empresa SMS Group,

localizada em Vespasiano, Minas Gerais.

3.2.  Objetivo Especifico
% Apresentar a importancia do estagio para os estudantes do curso de quimica
tecnologica;
% Apresentar as etapas das principais atividades que sdo realizadas dentro do
laboratério de analise dos banhos;

% Apresentar a importancia do reparo de moldes de lingotamento continuo.
4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1. Vidrarias
Erlenmeyer de 125 e 250 mL, pipeta volumétrica de 2, 5, 10 e 50 mL,
péra de succao, suporte universal, bureta de 25 ¢ 50 mL, provetas de 100 mL,

célula Hull Cell, placas para teste Hull Cell.

4.2. Equipamentos
pHmetro (marca:Hanna Instruments; modelo pH209), tensidometro
(Marca:Reo Term; Modelo DST-30), termdémetro do tipo espeto
(Marca:Minipa; Modelo MV-363), chapa de agitacdo e aquecimento
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4.3.

4.4.

(Marca:Fisher Scientific; Modelo DLM1931X1), agitador magnético, ICP

(Marca: PerkinElmer; Modelo: Optima8000) e fonte de alimentacdo de tensdo

e corrente ajustavel (Marca: Kocour).

Reagentes

Os reagentes utilizados durante as analises nao podem ser mencionados

devido ao segredo industrial da empresa.

Metodologia

4.4.1.

4.4.2.

Determinacdo das concentracdes dos componentes quimicos
presentes nos banhos de niquel e cobre e nas decapagens

Para determinar as concentragdes dos componentes que
compdem os banhos de niquel e cobre, bem como das decapagens,
aplica-se as técnicas convencionais de titulagdo, baseando-se nas

instrugdes de trabalho da empresa.

Neste sentido, apds a coleta e preparo da amostra monta-se o
sistema de titulacdo acoplando-se uma bureta, de 25 ou 50 mL, no
suporte universal. Posteriormente, realiza-se o ambiente desta vidraria
preenchendo-a até a altura do menisco com a solu¢do necessaria para
cada titulagdo. Por fim, realiza-se a titulacdo da amostra, anotando os
valores gastos em cada ponto de viragem. Nos casos onde o valor
encontrado para a concentragdo encontra-se fora dos parametros
aceitaveis ¢ necessario realizar adi¢des de determinadas substancias
sigilosas nos banhos, de acordo com as instru¢cdes de trabalho da

empresa.

Determinaciio da tensao superficial

A tensdo superficial ¢ determinada utilizando-se o tensiometro.
Para isso, realiza-se a introducdo do anel de DuNouy no recipiente
contendo a amostra até que haja a estabilizagdo do equipamento.
Posteriormente, retira-se o anel da amostra aos poucos ¢ aguarda-se a
medicao da tensdo por parte do equipamento supracitado. Caso a tensao
esteja acima dos limites aceitaveis, torna-se necessario a adicdo de
substancias sigilosas no banho, com o intuito de diminui-la e adequé-la

aos parametros da empresa.
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4.4.3. Determinacgio do pH
Para determinar o pH faz-se uso de um pHmetro digital. Assim,
apo6s lavar, calibrar o equipamento com as solugdes padroes de pH 7,00
e 4,00, respectivamente, e ajustar a temperatura da amostra, torna-se

possivel aferir o pH da mesma.

4.4.4. Realizacao do teste célula Hull Cell

Para realizar o teste Hull cell realiza-se a montagem do sistema,
acoplando o polo positivo da fonte de alimentagdo ao anodo e o polo
negativo ao catodo, que no caso ¢ a placa de niquel ou cobre que
participa da simulagdo do processo de eletrodeposi¢cdo. Assim, apos tal
montagem, adiciona-se a solu¢do do banho analisada nas
intermediagdes da célula de Hull Cell. Posteriormente, ajusta-se a fonte
de alimentagdo e aguarda-se o tempo necessario para que a reagao
ocorra, de acordo com as instru¢cdes da empresa. Ao final do teste,
realiza-se a lavagem da placa, em agua corrente, seguida de secagem
com folha de papel, para retirar possiveis resquicios da solugdo. Por
fim, analisa-se o resultado obtido e verifica-se se as condigdes do
banho analisado estdo propicias para receber as adigdes das placas de

lingotamento.
5. DESENVOLVIMENTO

5.1. Funcoes Executadas
Para o reparo das placas utilizadas nos moldes, utiliza-se o processo de
eletrodeposi¢do de niquel sobre o substrato de cobre em placas largas e
estreitas e eletrodeposi¢ao de cobre em substrato de cobre, em placas estreitas.
Este processo ocorre a partir de uma solugdo aquosa representada pela equagao

geral abaixo:
M* +Ze > M

Onde:
M”" = jons metalicos em solugio;
Ze = elétrons transferidos/cedidos na reacao;

M = atomos metalicos depositados na superficie da placa.
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5.2.

Neste sentido, os ions metalicos presentes na solugdo, sao depositados
como atomos metalicos na superficie das placas em questdo. Este processo tem
fundamentos eletroquimicos de reducao, em que o eletrodo, neste caso o anodo
de niquel eletrolitico ou cobre eletrolitico oxidam, e o catodo, ou seja, a placa
que ird receber deposicdo, reduz, recebendo o metal na forma metalica. Este
processo se desenvolve na presenga de uma corrente continua para que as
reagdes ocorram no sentido desejado. Assim, € possivel dizer que o estagio
possibilitou o acompanhamento deste processo, bem como as varidveis e

parametros importantes para o controle e eficacia deste.

Atividades Técnicas Executadas

A parte técnica do estagio consistiu na execu¢ao e acompanhamento de
algumas etapas que compodem o procedimento de eletrodeposi¢do e inspecao
da placa, com o intuito de atender aos seus requisitos de qualidade. Na
primeira etapa deste processo, sdo realizadas analises dos banhos de niquel e
cobre e das decapagens para verificar se os parametros destes banhos estdo

dentro das faixas recomendadas para a realiza¢do do processo.

Dentre os pardmetros analisados nos banhos dos metais podemos citar:
concentracdo dos componentes quimicos, tensdo superficial, pH e realiza¢ao de

teste célula Hull.

5.2.1. Determinacdo das concentracées dos componentes quimicos

presentes nos banhos de niquel e cobre e nas decapagens

A andlise da concentracdo dos componentes do banho ¢
realizada por técnicas convencionais de titulagdo, de modo que as
metodologias e reagentes utilizados ndo podem ser mencionadas devido
a ética e sigilo contratual com a empresa. Neste sentido, apos
identificar o ponto de viragem, realiza-se célculos para determinar as
concentragcdes e verificar se estas encontram-se dentro dos limites

aceitaveis.

A segunda etapa para a realizacdo da eletrodeposicao compde a
analise da decapagem, uma etapa de preparacdo da superficie da placa,
antes que ela seja colocada no banho para eletrodeposi¢do. Esta etapa ¢

extremamente importante pois promove a ativagdo da superficie do
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5.2.2.

5.2.3.

cobre, além de remover possiveis impurezas e Oxidos presentes na
placa. Nesta perspectiva, também ¢ importante analisar as
concentragdes dos constituintes da solucdo de decapagem e investigar
as impurezas de cobre e niquel provenientes de decapagens anteriores.
A metodologia aplicada para a analisar a concentragdo dos
componentes da solu¢do de decapagem também ocorre por meio das
técnicas de titulacdo. Ja a andlise de impurezas ¢ feita por ICP, onde ¢
realizada a determinagdo instrumental das concentracdoes das

impurezas.

Determinacio da tensdo superficial

A andlise da tensdo superficial é de extrema importante para a
analise dos banhos uma vez que nos permite estudar as forcas de
coesdo existentes entre as moléculas. Este estudo ¢ importante pois
uma tensdo superficial alta pode ocasionar na formagdo de gas
hidrogénio, que tende a aderir na superficie da placa e originar
anomalias no revestimento. Estes danos podem provocar
desplacamento ou at¢é mesmo nao homogeneidade do revestimento,
impactando diretamente na qualidade da placa. Assim, caso a superficie
superficial esteja acima dos limites aceitdveis pela empresa, ¢
necessario adicionar surfactantes sigilosos na solugdo, com o intuito de

diminuir este efeito.

Analise do pH

O pH da solugdo, por sua vez, indicara, de acordo com a
corrente aplicada, a faixa 6tima em que o metal estard solubilizado
viabilizando o processo de eletrodeposi¢ao, como exemplificado para o

niquel no diagrama de Pourbaix abaixo:

Figura 5 - Diagrama de Pourbaix para o Niquel.
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5.2.4.
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De acordo com este diagrama, a condi¢do de pH ideal para que

seja possivel obter niquel solubilizado ¢ uma faixa de pH entre 3,0 e

4,5, que ¢ a faixa esperada para o banho de eletrodeposicao de niquel.

Teste Hull Cell

O teste Hull Cell ¢ de extrema importancia para a eficacia do

processo uma vez que possibilita simular o processo de eletrodeposi¢ao

em pequena escala, utilizando-se uma amostra do banho como

substrato. Além disso, a partir dele também ¢ possivel predizer

possiveis defeitos no deposito, em decorréncia de problemas com a

solucdo.

Figura 4 - Teste célula Hull Cell.
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Fonte: Google imagens (2023)

Por fim, durante o estagio também foi possivel tomar algumas

conclusdes, com relacdo as visdes pessoais observadas durante o
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5.3.

periodo de desenvolvimento das atividades, principalmente voltadas
para as analises realizadas. A primeira delas estd relacionada com a
periodicidade e ocorréncia das mesmas, ja que no presente estagio, por
se tratar de uma empresa onde as analises quimicas eram realizadas
apenas quando havia demanda de banhos ou andlises de outros
parametros de interesse, ndo foi possivel notar uma regularidade com
relagdo a este aspecto. Porém, em periodos onde havia um elevado
volume de placas, ja foram realizadas a andlise de mais de duas
estacdes em um mesmo dia. Entretanto, algumas atividades eram
periddicas, como por exemplo a calibragdo dos equipamentos do
laboratorio, que ocorriam a cada segunda-feira. Um outro aspecto
observado esta relacionado com a analise dos banhos propriamente dita.
Assim, foi possivel notar que o banho de cobre, por contar com um
sistema de aquecimento mais elevado, se comparado com as demais
estacdes, na maioria das vezes, estava sujeito a maiores oscilacoes dos
quesitos analisados, devido a maior evaporacao da solucdo, fazendo
com que fosse necessario realizar mais corre¢des € ajustes, com o
objetivo de atender os parametros analisados. Ja os banhos de niquel
mostraram-se mais estaveis, ja que demandaram menores ajustes de tais
parametros, com um maior intervalo de tempo entre as oscilagdes,
encaixando-se melhor nos padrdes aceitos pela empresa. Ademais, em
virtude da maior demanda, os banhos de niquel eram comumente
analisados, enquanto os de cobre passavam por andlises em menores

frequéncias.

Impacto do Estagio nas Competéncias e Habilidades

Houve familiarizagdo com o ambiente fabril, um local que torna

possivel a aplicagdo de conhecimentos para desenvolvimento de habilidades
como resolucdo de problemas, uma vez que constantemente surgem situagdes
novas € que precisam ser solucionadas. A area de eletrodeposi¢do ¢ uma area
de constante aprendizagem neste sentido, uma vez que o processo ¢ muito
empirico, e conta com a apari¢do de muitas alteragdes que devem ser
discutidas e estudadas. O senso de trabalho em equipe e proatividade também

puderam ser bem desenvolvidos visto que existem muitas tarefas segmentadas
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nas empresas e deve-se contribuir para que estas tarefas estejam em sinergia e

contribuam juntas, de forma efetiva, para o desenvolvimento do produto.

CONCLUSOES

O estagio possibilitou a vivéncia na area de processo de uma empresa da area
sidertrgica agregando conhecimento e experiéncia nas linhas de processo. Foi possivel
a ambientacdo e integragdo em varios segmentos ligados a metalurgia, ndo somente
para entendimento dos revestimentos, mas também para atualizagdo de diversas

tecnologias ligadas a industria metalurgica.

Ademais, diante das informacdes citadas ao longo do relatério durante o
Estagio Obrigatério Supervisionado realizado no laboratério da SMS Group foi
possivel aplicar conhecimentos de disciplinas de Quimica Analitica, Quimica
Instrumental, Seguranca em Laboratério e Introdu¢do a Engenharia de Seguranca.
Essas aplicagdes foram diretas para compreensdo das metodologias aplicadas na

analise dos banhos de revestimento € no desenvolvimento de atividades da fabrica.

Além disso, posso dizer que essa experiéncia me trouxe a possibilidade de
aprimorar minhas habilidades de organizacdo de tempo, gestio de compromissos,
minha comunicacdo e escrita, auxiliando na minha vida pessoal e como estudante

aplicando tais aptiddes.
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